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Dank umfassender Test- und Analytikdienstleistungen:

Einwandfreie Funktionalitat und Qualitat fiir
jeden Anwendungsfall

Als Hochleistungszentrum
fiir elektronische Bauteile
und einer der weltweiten
Marktftihrer im Bereich
Test, Bauteilprogrammie-
rung, Langzeitkonservie-
rung und -lagerung sowie
Analytik elektronischer
Komponenten findet die
HTV GmbH aus Bensheim
seit 30 Jahren fiir nahezu
jeden Anwendungsfall das
jeweils passende Konzept,
um elektronische Kom-
ponenten bis ins kleinste
Detail zu untersuchen
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elektronischer Komponenten

Im Rahmen der Qualitétssiche-
rung qilt es, durch prazise, viel-
faltige und zudem &uferst spezi-
fische Test- und Analyseverfah-
ren alle relevanten Eigenschaften
elektronischer Bauteile, sowohl
fur kleinere Stiickzahlen als auch
fir Serienstlickzahlen, genau und
umfassend zu untersuchen und feh-
lerhafte Bauteile und Baugruppen
zu analysieren.

Die rechtzeitige Identifizierung
und Lokalisierung von Schwach-
stellen und Fehlerpotenzialen ist
gerade fir ,elektronische Kompo-
nenten aus unsicherer Herkunft
zur Wahrung der Qualitat der eige-
nen Produkte von entscheidender
Bedeutung.

Die HTV GmbH bietet flr nahezu
jeden Anwendungsfall das jeweils
passende Konzept, um elektro-
nische Komponenten bis ins kleinste
Detail zu untersuchen. Ein an die
wachsenden Test- und Analytikan-
forderungen angepasster, konti-
nuierlich aufgebauter Maschinen-
park sowie Teams aus insgesamt
mehr als 220 Ingenieuren, Dok-
toren, Technikern und Facharbei-
tern erméglichen es, gemeinsam
mit dem Kunden das optimale
Priifkonzept zu finden. Das Spek-
trum der angebotenen Test- und
Analytikdienstleistungen st hier-
bei sehr weit gefachert.

Sicherstellung der elektronischen
Funktionalitat

Elektrische Prifungen nach
Datenblatt und Kundenspezifikati-
onen bei definierten Umgebungs-
temperaturen von -60°C bis 180°C
mithilfe einer Vielzahl digitaler und
analoger hochkomplexer GroR-
testsysteme oder eigens fir die
gewlinschten Untersuchungen
erstellte Priifapplikationen die-
nen zur Sicherstellung der elektro-
nischen Funktionalitat. Elektrische
Tests ganzer Baugruppen, wie bei-
spielsweise Servers, Displays und
Sensoren, sind ebenso maglich.

Zur Priifung optischer Bauteile,
wie z.B. LEDs, Lichtdetektoren
(Fotodiode, Fototransistor und LCDs),
sowie lichttechnischer Baugruppen
stehen eine Reihe vollstandig auto-
matisierter und parametrisierbarer
Messplatze zur Messung und/oder
Selektion der optischen und elek-
trischen Parameter auch fiir Serien-
stiickzahlen zur Verfligung.

Hierbei kdnnen neben radiome-
trischen Spektralmessungen (im
Wellenldngenbereich 400...1100 nm)
auch photometrische Spektralmes-
sungen (im Wellenlangenbereich
380...780 nm) erfolgen.

Die Lichtmesstechnik flir Flachen
und Baugruppen, wie die Industriet-
hermographie mit Warmebildkamera,
und die Infrarotspektroskopie mit

FTIR (Wellenlénge 2,5...25 jm, Wel-
lenzahl 400...4000 cmE-1) runden
die Angebotspalette der optischen
Priifung ab.

Priifung mechanischer
Eigenschaften

Die Bauteilpriifung, bei der auf
intelligenten Testsystemen alle Para-
meter, die mit einem Grenzwert defi-
niert sind, getestet werden, kann
nach kundenspezifischen Anfor-
derungen erfolgen und berticksich-
tigt bei Bedarf nicht nur elektrische,
sondern auch mechanische Eigen-
schaften (Abmessungen, Aufbau)
sowie den auferen Allgemeinzu-
stand der Bauteile. Der Kunde erhélt
somit eine aulerst qualifizierte Aus-
sage uber den Zustand der ange-
lieferten Ware.

Eine Untersuchung der inne-
ren mechanischen Eigenschaften
(Bonddrahte, Leadframe, Steckver-
bindungen etc.) kann durch weiter-
gehende Analysen, wie beispiels-
weise mit dem zerstérungsfreien
2D- oder 3D-Rontgen, Bauteil6ff-
nung, Rasterelektronen-Mikrosko-
pie oder auch FTIR-Spektroskopie,
sichergestellt werden.

. Das 2D-Rontgen dient neben der
Uberprifung der Anschlusskon-
takte und Lotstellen z.B. auf Ano-
malien, aufgespleiste Kontaktwick-
lungen und Rissbildungen, auch der
Betrachtung von verdeckten Lot-
stellen hinsichtlich Korrektheit und
Homogenitét (z.B. BGA-Inspektion
der Lotballform und Lunkerbildung),
der Analyse von Bonddrahten und
Chip-Position im Bauteil und dem
Test auf ESD- und EOS-Schaden.

Auch die Untersuchung der Chip-
Silberleitverklebung mit dem Lead-
frame z.B. auf Lunker, die Analyse
von Bondstellen (z.B. Bondabriss)
und Leadframes sowie die Unter-
suchung der Leiterplatten-Durch-
kontaktierung auf CAF (Conduc-
tive Anodic Filament) sind wesent-
liche Bestandteile des 2D-Réntgen-
Aufgabenspektrums.

Ergénzend ist bei Leiterplatten
eine Betrachtung der inneren Lei-
terbahnlagen moglich.
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Industriethermographie mit Warmebildkamera: Hot-Spots auf
Baugruppe

Bei Bauteilen, deren Herkunft
unsicher ist, kann Uberpr(ift werden,
ob sich Uberhaupt ein Chip im Bau-
teil befindet und ob die Bondreihen-
folge eingehalten wurde oder unzu-
lassige Bonddraht-Kreuzungen zu
erkennen sind.

3D mit CT

Mithilfe der dreidimensionalen
Darstellung von Rdntgenbildern
mittels Computertomographie
(CT) kdnnen neben der rdumlichen
Zuordnung von Fehlern und Effek-
ten auch einzelne Schichten und
Schnittbilder fur die tiefer gehende
Analyse sichtbar gemacht werden.
Bei Bedarf werden die unterschied-
lichen Materialien farblich hervor-
gehoben, lokalisiert und analysiert.

Dies bietet eine zusatzliche
Option, um Bauteile wie auch kom-
plexe Baugruppen, Gerate oder Lei-
terplatten im Rahmen der Fehler-
analyse und Qualitatskontrolle auf
eventuell vorhandene Material- oder
Verarbeitungsfehler zu tberpriifen.

So stellt beispielsweise eine
3D-Inspektion der Anschluss-Pins
sicher, dass alle Bauteilanschllisse
beim Bestlicken auch wirklich gelo-
tet wurden und keine intermittie-
renden Fehler durch ,Auflieger
entstehen konnen. Denn ein ein-
ziges qualitativ schlechtes Bauteil
oder eine schlechte Lotverbindung

. kann die Funktion und die Qualitét
der gesamten elektronischen Bau-
gruppe gefahrden.

Vollautomatische Lotharkeitstests

Zur Bestimmung der Verarbeitbar-
keit und Untersuchung von Lotpro-
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blemen der elektronischen Kompo-
nenten dienen vollautomatische Lot-
barkeitstests mit Benetzungswaage.

Zeigt der Lotbarkeitstest Auffal-
ligkeiten, so I&sst sich die Lotbar-
keit mithilfe des HTV-revivec-Aufar-
beitungsverfahrens wiederherstel-
len: Mittels eines speziellen Plas-
mas und spezifischer Einstellung
werden Oxidschichten oder orga-
nische Ruckstande im Gegensatz
zu herkdmmlichen Verfahren zuver-
lassig entfernt.

Bei stark beeintrachtigten Teilen
bietet das Novatin-Verfahren durch
die komplette Entfernung oxidierter
und durchdiffundierter Zinnschichten
mit anschlieRendem galvanischem
Aufbau einer sehr stabilen und I6tfa-
higen Reinzinn-Schicht eine sichere
Verarbeitung im Lotprozess.

Die Feststellung von Bauteilma-
nipulation und die Bewertung der
Originalitadt und Qualitat fremdbe-
schaffter Teile stellen weitere essen-
tielle Analytikdienstleistungen dar.

Detaillierte Untersuchungen des
duReren und - nach chemischer
Offnung - auch des inneren Auf-
baus sichern die Originalitat zuge-
kaufter Teile.

Vielfiltige weitere Priifungen

Die Beschriftung der Bauteilchips
(Dies) kann mittels Vergleich mit
einem Originalbaustein verifiziert
und die Oberflachen auf Hinweise
moglicher Falschungen, Manipu-
lationen, Aussortiervorgange oder
Schaden hin untersucht werden.

Neben fertigungsbegleitenden
Qualitatsuntersuchungen an Lei-
terplatten und Baugruppen geman
IPC 600 und IPC 610 durch zerti-

Rantgenbild mit Lunker

fizierte IPC-Spezialisten und Bau-
gruppen- und Bauteilqualifikationen
(z.B. nach AEC-Q100) finden auch
Lebensdauer- und Umweltprifungen
sowie ESD-Tests und metallurgische
Untersuchungen z.B. von Létstellen
und Beschichtungen, im HTV-Ana-
lytiklabor Anwendung.

Die Schliffbilduntersuchung, bei
der die Proben bei Bedarf aufwen-
dig mittels lonenatzen so prapa-
riert werden, dass feinste Verwi-
schungen entfernt und somit auch
dunnste Schichten und Strukturen
sichtbar gemacht werden, ist eine
weitere Kerndienstleistung des Ana-
lytiklabors. Hierbei werden eventu-
elle Einschllisse, Verunreinigungen
oder z.B. beginnende Whisker-Bil-
dungen erkennbar.

Fehlerhafte Durchkontaktierungen
bei Leiterplatten oder fehlerhafte
Bondstellen bei Bauteilen werden
so erkannt und die dazugehdrigen
Prozesse optimiert.

Erganzend kann mit der bei HTV
entwickelten Metallografischen-Fein-
geflige-Praparation MetaFinePrep
das metallische Feingeflige, z. B.
von Létstellen qualitativ und quantita-
tiv untersucht werden. Im Gegensatz
zu herkémmlichen Untersuchungs-
methoden ermdglicht MetaFinePrep
zusatzlich detaillierte Erkenntnisse
zur inneren Struktur der eingesetz-
ten Materialien.

Daraus ergeben sich Riick-
schlisse auf Harte, Zahigkeit, Spro-
digkeit, Lotbarkeit und die chemische
Struktur des Feingefiigeaufbaus
sowie auf Fehlstellen im Bereich
des intermetallischen Phasen-
tbergangs (Schwachung der Haf-
tung von Létstellen).

In Kombination mit Untersu-
chungen im Raster-Elektronen-
Mikroskop kdnnen metallische Werk-
stoffe umfassend beurteilt werden,
um Feingefiigestrukturen und Pha-
senibergange fir die Qualitat und

Zuverléssigkeit kompetent bewer-
ten zu kénnen.

Um die Schichtdicken einer Probe
im Nano und Mikrometerbereich
qualitativ und quantitativ bestim-
men zu kdnnen, ist die zerstérungs-
freie Rontgenfluoreszenz-Analyse
(RFA) die am haufigsten einge-
setzte Methode.

Fir die Qualifikation oder auch
serienbegleitende Qualitatskontrolle
von Beschichtungen konnen so die
Hartgold-Platings auf Steckverbin-
dern oder die Schichtdicken eines
Leiterplatten-Finishs schnell und zer-
storungsfrei tberprUft werden. Sehr
interessant ist die Untersuchung
der Zusammensetzung (,Bleifrei-
heit") und Beschichtungsstarken auf
Létkontakten von Elektronikbautei-
len, die Identifizierung bzw. Bestim-
mung der elementaren Zusammen-
setzung unbekannter Substanzen
oder ein RoHS-Screening im Hin-
blick auf Quecksilber, Chrom, Cad-
mium, Blei und Brom.

In vielen Bereichen sind neben
den elektrischen auch die mecha-
nischen Kennwerte wichtig. Mithilfe
der instrumentierten Eindringpri-
fung (Nanoindentation) lassen sich
neben klassischen Hartekennwerten
wie der Martenshérte auch weitere
Materialeigenschaften wie der Ein-
dringmodul oder die Eindringarbeit
(plastisch und elastisch) bestim-
men. So kann beispielsweise die
Harte funktionaler Schichten wie
z. B. Kontaktflachen (im Schliffbild
sogar an Multischichtsystemen) oder
das Alterungsverhalten von Kunst-
stoffen im Hinblick auf mechanische
Eigenschaften untersucht werden.

Fazit

Dank dieser zahlreichen Test- und
Analyseverfahren kénnen mégliche
Fehlerquellen und -ursachen scho-
nungslos aufgedeckt werden, was
das Risiko fiir spatere Fertigungs-
probleme, eventuelle Regressan-
spriiche und Vertragsstrafen bei
nicht punktlicher Lieferung mini-
miert. Gerade heutzutage zeigt sich
immer mehr, dass verlassliche Part-
ner zur Problemldsung ein nicht zu
unterschatzender Erfolgsfaktor fiir
Unternehmen sind.
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